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2020-11-30
1. 中華民國電子零件認證委員會活動
國外
(1) IECQ QC 080000:2017標準Ed.4.0第一次修訂，在今(2020)年IECQ年會於4月1日所召開的WG 05工作小組會議通過修訂部分條款，並以技術通告TN 022的文件公告發行。所有廠商都可以連結網址https://documents.iecq.org/iecq/iecqdocuments.nsf/0/02B67B74123FFACDC1258530000528A0/$file/iecqTN022%7Bed1.0%7DAmendment_No.1_to_IECQ_QC080000-2017_Ed4.0.pdf直接下載使用不須另外訂購。
國內
(1) IECQ汽車電子品質認可(Automotive Qualification Program, AQP)的程序規章(IECQ 03-3-2)於2013年公布之後，國內已陸續發出五張系列產品的認可證書。IECQ AQP是第三者產品認可，完成步驟及文件準備除了依據IECQ 03-3-2程序規章之外，可靠性試驗可依據AEC Q100系列或AEC Q200的汽車產業標準、汽車產業之客戶所指定的標準、其他國際或國家標準、及廠商標準。ISO 26262中對於硬體設計部分零件的可靠性要求亦可依IECQ AQP來證明符合。取得IECQ AQP後，公司及認可產品的規格資料將公布於IECQ網站，以利產品的推廣，如欲進一步說明歡迎與本會聯絡。
2. 2035年燃油車大限！童子賢：6兆美元汽車產業將脫胎換骨，台灣無窮機會！
資料來源：數位時代
歐美宣佈2035年起汽車需100%使用潔淨能源，和碩董事長童子賢指出，汽車產值將上看6兆美元，是比電子加半導體產值10倍大的市場，對台灣將是無窮機會。

台灣2020年經濟成長率持續向上，全仰仗半導體及資通訊兩大產業支撐，產值占總出口比例51%，業界說台灣不能只有台積電，但台灣下一個機會在哪裡？
和碩董事長童子賢明白指出，汽車產業是一個比半導體及電腦產業都要大的市場，這是台灣的機會跟希望，值得去努力。他19日應《風傳媒》邀請出席解密白宮新主人，台灣的挑戰與可能論壇時，發表上述看法。

和碩日前才宣佈赴美設廠，傳是電動車廠特斯拉要求，對此童子賢指出，一切等有申報自然會公告，但他坦言，若赴美設廠目的當然是「尋求機會」，希望跟客戶黏著度更好，更緊密，而客戶希望工程師彼此更密切互動，就像當年廣達在上海設立OBus供應鏈園區一樣。
2035年歐美限令，汽車需100%潔淨能源

童子賢指出，汽車產業未來將有很大改變，美國跟歐洲領袖都已宣佈2035年汽車產業完全使用乾淨能源，可以想像龐大達4兆美元的產業要脫胎換骨，產業結構會帶來怎樣的挑戰跟機會？童子賢也直接給出結論，他認為對台灣來說，應該是帶來無窮機會。

不少台灣大廠也看好電動車機會，比方鴻海宣佈2024年將推出商業化固態電池，並成立MIH電動車開放聯盟，台達電投入充電樁發展。

目前汽車結構上，30%產值來自電子，70%產值來自傳統機械，過去汽車零件的電子化帶來的是體驗的便利性，比方ABS煞車及噴油嘴等，取代效率不好的機械式，讓車主啟動時不必先暖機，但預計到2035年時，汽車結構中有70%產值將來自微機電、電機與網路。

童子賢認為，現在資訊電子及網通在汽車產業發展尚未成熟，但2023年產值預估會達4500億美元，規模已經快追上半導體，將對台灣帶來深遠的影響，將是挑戰跟機會並存，值得把握。

他舉例德國媒體正大力批評德國汽車工業享受現在的利益，在潔淨能源車研發遠遠落後特斯拉，許多科技大廠都想發展固態電池，這是非常高的挑戰，有如20奈米去直接挑戰5奈米。
鴻海推MIH電動車聯盟，童子賢：第三世界國家有機會

童子賢指出，汽車產業的機會不只是本體，還有周遭服務，比方城市的充電系統，電池也還不是最完美，也有很大的挑戰，一旦誰能開發出新電池可望得利，很多廠商也想成立自己的「小聯盟」，有些人對此嘲笑，有些人樂觀。

童子賢認為，大車廠不會來用小聯盟的架構，但怎麼不想想第三世界國家可能有類似Gogoro的需求？比方開發地區的嘟嘟車，這些國家要買汽車，可能不是買雙B一A這些廠牌車子，若能做出大品牌四分之一價格的汽車就很好，台灣很小，只要業者能逮到汽車產值局部產值，就已很不錯。

從兆美元產值的汽車產業往回看，全球筆電、桌機產值不超過2000億美元，半導體產業產值達到4250億美元，台灣的上述電子產業占總出口比例51%，是支撐經濟成長的關鍵力，童子賢指出，台灣在上述加總6000多億美元的市場就活得非常愉快了，顯示台灣有相當不錯基礎。

童子賢指出，今年全球汽車產業從9282萬台衰退至7000萬台左右，受疫情影響，一年少了2000萬台市場，造成全球汽車業很大衝擊，但這情況不會長久，總有一天，乾淨能源車的時代會到來。

今年汽車產值達4兆美元，隨經濟成長，預估2035年產值可望到6兆美元，童子賢反問：台灣為何不想一想有5～6兆美元的市場，比現在半導體加上電子產業產值5~10倍大的市場，要不要把握機會呢？
汽車產值上看4兆美元，大於半導體加電子業

童子賢說，簡單的來說，汽車產業是一個比半導體跟電腦產業更大的市場，台灣為什麼不進去裡面呢？裡頭的被動元件、充電樁、充電器、控制器、網路通訊系統、到IC都是台灣擅長的，這帶給台灣的機會跟希望，值得我們期待跟努力。

也因為台灣擅長，童子賢指出，電動車產業對台灣來說屬於跨半步的事，不是跨三步進到完全不認識的領域，當然，或許小變動也易造成困惑，業者會不知道到底這是一個改變的契機，還是只是一個小紛擾，這需要投入研判。

童子賢表示，從觀察過去可以發現，過去十年產值最大的硬體產品，十年後會從女主角退居成女二或女三，所以應對進退要投入足夠的業務人員跟工程人員，反覆了解產業變動。

童子賢指出，現在和碩有一些電動車產值，獲利展現不錯，未來還有10~20倍的成長，但必須理解，和碩前7年的研發是完全沒有產值的，但沒有過去七年努力，第八年就不可能有客戶邀請去設廠。
生技醫療產業上兆美元，靠資通訊與生技產業合作

而除汽車產業外，另一個市場規模上看兆美元產值的，就是醫療生技產業。童子賢指出，醫療器材儀器產值5000多億美元，處方箋藥品產值8000億美元，合計1.3兆美元左右，生策會就是想瞄準這一塊市場，期望結合台灣資通訊與生技業一起努力，否則台灣現在只能賣賣胃散糖漿，在醫藥產值貢獻其實低於國際平均值。

談到未來台灣機會，童子賢坦言美國總統是誰，政策方向猜來猜去沒有準的，台灣未必要一直瞄準產品創新，商業模式的創新也很不錯，比方UberEats起來了，但Uber創業時應該還沒有預想到，所以很多事情是靠跨半步半步去達成，瞄準應用未來將可以發現很多創新。

3. DRAM市場正值跨世代交替，2021將是DDR5啟用元年
資料來源：TrendForce
根據TrendForce旗下半導體研究處調查顯示，以晶圓設計同源的PC、Server DRAM產品而言，當前最主流解決方案為DDR4，該產品於第三季在前述兩大應用類別皆占九成以上。而下一個世代DDR5的定義也已在2019年9月經由JEDEC規範制定完畢，預計PC平台導入的滲透率要到2022年才會明顯拉升。
PC端兩大供應平台受限BOM總成本結構， DDR5導入計畫延至2022年
Intel(英特爾)為PC主要平台供應商，占整體PC出貨量約70%以上，由於PC消費者對整機價格敏感度極高，而DDR5初期推出的價格與DDR4相較必定存在溢價，因此Intel平台支援時程不會過於積極。觀察Intel目前規劃，原預計2021年發表的Tiger Lake-H(僅限最高階版本)要開始率先支援DDR5，然最終Intel仍決議暫緩該計畫，最快恐怕要到2022年初的Alder Lake平台才會正式配合。

而作為次要平台供應商的AMD(超微)，占整體PC出貨量約20%以上，但也同樣要等到2022年5nm平台才有計畫支援DDR5的解決方案。綜觀PC兩大供應平台，由於受限BOM總成本結構，對新一代記憶體的規劃要到2022年才能落實，代表DDR5在今、明兩年都僅停留在產品開發與驗證階段。
Intel 、AMD可望在2022年量產DDR5 Server DRAM產品

同樣作為Server主要平台供應商的Intel，占整體Server出貨量約90%以上，與PC端相較，由於Server產品的生產成本敏感度較低，因此對於存有溢價的DDR5產品有較快的平台導入規劃。預計其Server平台Eagle Stream會開始正式採用DDR5，預計2021下半年度開始做小批量的生產。TrendForce推估，DDR5的Server DRAM產品將在2022年逐漸大量生產，並且取代既有的DDR4相關產品。

次要平台供應商AMD則占整體Server出貨量約10%以內，然即將問世的Milan平台仍沿用當前主流解決方案DDR4，預估至少將要等到Genoa平台初步導入DDR5的規格，而該計畫仍存變數。Genoa平台測試將在2021年啟動，量產時程已經展望至2022年，若該平台決議正式搭載DDR5，AMD的Server記憶體解決方案最快2023年才會明顯轉進至DDR5。
Qualcomm、Mediatek高階晶片加持，LPDDR5滲透率將超前DDR5
Qualcomm(高通)、Mediatek(聯發科)皆為智慧型手機主流AP供應商，以今年為例，兩者合計占整體智慧型手機出貨近七成。其中Qualcomm對LPDDR5搭載顯得相對積極，自年初已有可支援的高階晶片Snapdragon 865問世，後續的高階7系列將全面搭載LPDDR5，因此今年已導入新一代記憶體解決方案。Mediatek在LPDDR5的導入時程則明顯較慢，當前高階5G晶片包含天璣系列的公版，仍只有LPDDR4世代相關應用。預計2021年規劃有至少兩款晶片首度(命名未定)支援LPDDR5，並且有機會在2021上半年問市。

在記憶體供應商的策略行銷下，LPDDR5和LPDDR4X價差己快速收斂至10%以內，有助於新世代產品的普及。展望2021年，隨著Qualcomm高階7系列以及Mediatek新一代晶片相繼加入支援，以及LPDDR5具備更快速、更省電的特性，預估整體滲透率將落在18.5%，而後勢發展將取決於其與LPD4X的價差表現，一旦與現有主流LPDDR4X價差被消弭後，LPDDR5相較於DDR5的滲透率勢必會更快速且明確。
GDDR6已成主流 Graphic DRAM解決方案，NVIDIA、AMD列為新品標配

主要顯卡GPU供應商NVIDIA(輝達)占Graphics Card出貨量約75%，在2018年就已發表Turing系列的GTX與RTX顯卡，其中的中高階產品就已搭載GDDR6；而去年推出的效能升級版Super系列更是全線搭載GDDR6，至於第三季上市的Ampere GPU則同樣以其為基本規格。次要平台供應商AMD占Graphics Card出貨量約25%，其2019年推出的NAVI GPU也已全數搭載GDDR6，第三季發表的下一代BIG NAVI則將GDDR6列為標配，容量更進一步提升，快速拉高GDDR6的滲透率。

上述兩大平台供應商所分食的Graphics Card領域已占整體Graphics DRAM近七成的消耗量，因此在平台對GDDR6積極支援下，GDDR6與GDDR5相較雖仍存價差，但已持續收斂(目前大致不超過10%，甚至部分供應商已經給出同價的報價)。除Graphics Card領域外，遊戲機產品約占Graphics DRAM三成的消耗量，Microsoft(微軟)和Sony(索尼)於第四季發表的XBOX Series X以及PS5全新遊戲機都將搭配高規的GDDR6 16GB，不僅是現有機型採用的GDDR5的雙倍用量，更遠超過目前主流顯卡6至8GB的規格。

TrendForce表示，由上述各終端產品之主要平台供應商，對新世代記憶體的滲透與導入有至關重要的影響力。基本上在JEDEC對新產品做出規格方面的明確定義後，DRAM製造商大致上都能夠在一年以內做出顆粒或模組的產出，但若沒有平台端的支援，即便DRAM製造商的新產品已經齊備，也將抑制整體滲透率提升的效率。

4. 強化PC安全性 微軟發表Pluton處理器
資料來源：新電子
為強化Windows PC的安全性，微軟(Microsoft)與英特爾(Intel)、超微(AMD)、高通(Qualcomm)等處理器廠商，共同發表了Pluton處理器。這是一項從晶片到雲端的安全技術，由Xbox與Azure Sphere率先導入，未來將把更多安全功能帶到Windows PC上。

微軟表示，雖然Windows 10已經是微軟有史以來最安全的作業系統，其中包含各種從邊緣到雲端的軟硬體安全功能，讓駭客要對Windows 10發動攻擊的難度跟成本大幅增加，但駭客攻擊的手法也在不斷進化，並持續尋找新的弱點作為下手目標。這種攻擊標的是存在的，因為軟體跟硬體之間的縫隙，目前仍有無法對攻擊行為進行監控的死角。
微軟的願景是要讓未來的Windows PC，從最核心的CPU開始，就是一個非常安全的系統。藉由把安全功能直接內建到CPU，把軟體跟硬體緊密整合在一起，將可大幅減少可能被攻擊的弱點。這種革命性的安全處理器設計，會讓駭客更難以埋伏在作業系統中，並增加系統對抗實體攻擊、避免加密金鑰遭竊的能力。
其實，為了提升PC作業系統的安全性，業界早已發展出名為信任平台模組(TPM)的技術。藉由在CPU外掛TPM晶片，系統可以把重要的金鑰跟安全防護方法儲存或實作在TPM上，從而提高系統的安全性。Windows作業系統支援TPM，也已經有10年歷史，並發展出許多基於TPM的安全功能，例如BitLocker跟System Guard。但誠所謂道高一尺，魔高一丈，駭客也在不斷尋找新的方法來攻擊這些內建TPM的系統，特別是在駭客可以把整台電腦偷走，或暫時性地與目標PC有實體接觸的情況下，TPM其實還是有弱點的。目前駭客已經發展出十分複雜的攻擊技術，可以鎖定TPM跟CPU之間的通訊，通常是匯流排介面來竊取資料。
Pluton處理器的設計概念，就是要把TPM跟CPU之間的通訊移除，把安全功能直接移進CPU中。使用基於Pluton架構CPU的Windows PC，會先在CPU上模擬TPM，讓Pluton架構CPU可以跟現有的TPM規格、API相容，這能讓使用者立刻從基於TPM的Windows安全功能，例如BitLocker、System Guard，獲得安全性提升的效益。

5. 蘋果、亞馬遜刻意提高產品維修難度？英國政府指控科技巨頭是「電子垃圾」元凶
資料來源：數位時代
英國環境審計委員會(Environmental Audit Committee)在近日的報告指出，蘋果、亞馬遜等科技公司所生產的電子產品，有刻意提高維修難度，並傾向將產品的使用生命週期縮短，透過讓消費者持續更換新機以維持獲利。而這樣的情況，將造成英國境內電子垃圾加劇累積，同時也讓英國境內製造電子垃圾規模，在全球地區排名第二，僅次於挪威。
環境審計委員會認為蘋果的筆電產品採用膠水黏合以及透過焊接方式固定元件，這樣的產品設計方式造成後續維修困難度大幅提升，使得消費者必須承擔高額維修費用，導致最終選擇重新選購新品，藉此取代難以維修舊品，因此認為蘋果成為電子垃圾大量累積的元兇之一。

雖然蘋果在後續聲明中表示對此報告內容感到失望，認為英國環境審計委員會並未看見蘋果在環保上的努力，強調目前在產品設計採用大量環保材質與可回收利用素材，也表示消費者能有更具彈性的維修選擇，並且建立完整的產品回收管道，藉此降低對環境產生影響。在近期推出新品中，蘋果已經確定取消在盒裝內提供USB充電器與有線耳機配件，同時也讓產品盒裝容積大幅縮減，藉此增加單次貨運中可運送產品數量。

以iPhone 12系列機種為例，藉由新款盒裝設計，將可讓相同貨櫃額外容納70%運貨量，意味將可藉此減少更多貨運過程產生碳排放量。蘋果估計，在目前盒裝設計調整之下，約可在每年減少至少超過200萬噸碳排放量，意味在每年可減少45萬輛汽車產生空污問題。

不過，除了蘋果、亞馬遜等科技公司生產電子產品難以維修情況，其實在美國等地區也都有消費者抱怨，其中更生產Surface系列產品的微軟，甚至以拆解各項3C產品的科技網站《iFixit》也曾評選年度最難修復產品名單，其中就包含蘋果、微軟生產產品。

6. 新版IEC標準公佈
資料來源：IEC
IEC 60034-7:2020-旋轉電機-第7部分：施工、安裝佈置和端線盒位置(IM代碼)的型式分類
IEC 61803:2020-具電網換相轉換器的高壓直流(HVDC)轉換站中的功率損耗的決定
IEC SRD 63268:2020-連接至與其他智慧電網利害相關人連接的智慧電網使用者的電力與數據介面-標準化景象
CISPR TR 16-3:2020-無線電干擾和抗擾度量測設備和方法的規格-第3部分：CISPR技術報告
IEC 60603-7:2020-電子設備連接器-第7部分：8路、無防護、自由與固定連接器的詳細規格

IEC 61300-3-30:2020 PRV-光纖互連裝置與被動元件-基本測試和量測程序-第3-30部分：檢測和量測-矩形套圈的端面幾何
IEC/ASTM 62885-7:2020-表面清潔機具-第7部分：家用或類似用途的乾洗機器人-性能量測的方法
IEC 62832-3:2020-工業製程量測、控制和自動化-數位工廠框架-第3部分：數位工廠生產系統生命週期管理應用
IEC 60601-2-1:2020-醫用電氣設備-第2-1部分：1 MeV至50 MeV範圍內的電子加速器其基本安全性和必要功能的特殊要求
IEC 61326-2-1:2020-量測、控制和實驗室用電氣設備-EMC要求-第2-1部分：特殊要求-對於於未受EMC保護應用其敏感測試和量測設備的測試配置、操作條件和功能標準
IEC/IEEE 62704-4:2020-決定來自30 MHz至6 GHz無線通訊設備在人體中峰值空間平均特定吸收率(SAR)-第4部分：使用有限元方法進行SAR計算的一般要求
IEC TS 62607-6-14:2020-奈米製造-關鍵控制特性-第6-14部分：石墨烯基材料-缺陷等級：拉曼光譜
IEC 62484:2020-輻射防護儀器-用於偵測和識別放射性物質非法販運的光譜輻射入口監測器(SRPM)

IEC 61851-25:2020 PRV-電動汽車導電充電系統-第25部分：依靠電氣隔離以防護的DC EV供電設備 
IEC 60335-2-115:2020 PRV-家用和類似用途電器-安全性-第2-115部分：美膚保養器具的特殊要求
IEC TS 61169-1-51:2020-射頻連接器-第1-51部分：電氣測試的技術規範-頻域測試的轉回損失的不確定度規範
IEC 60112:2020-固體絕緣材料其證明和比較追蹤指數的決定方法
※如需購買IEC或其它國際標準，可洽國內代理銷售單位電機電子環境發展協會※
※詳情請見該會網站：http://www.ced.org.tw/Standard.aspx※
※IEC為因應COVID-19疫情，開放索取重症呼吸器相關標準※
※詳情與索取方法請見「go.iec.ch/covid19faq」網頁※
※ISO為因應COVID-19疫情，特別開設「www.iso.org/covid19」網頁※
※開放相關ISO標準免費供各界瀏覽※
7. 教育訓練資訊：
(1)DNV(GL
課程名稱：ISO 9001:2015內部稽核員訓練課程
時間及地點：109年12月23日~24日 新北
報名方式：線上報名
課程網頁： learn.dnvgl.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?in_sessionId=34JJ10212AJ021AJ&in_rcoId=44326131&in_from_module=CLMSBROWSEV2.PRMAIN
詳情請洽：(02)8253-8117、Training.tw@dnvgl.com 張小姐
課程名稱：ISO 45001:2018內部稽核員訓練
時間及地點：109年12月16日~17日 新北
報名方式：線上報名
課程網頁： learn.dnvgl.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?in_sessionId=413129351AJJ2420&in_rcoId=44326147&in_from_module=CLMSBROWSEV2.PRMAIN
詳情請洽：(02)8253-8117、Training.tw@dnvgl.com張小姐
(2)英商勞氏檢驗
課程名稱：ISO 9001:2015條文解說 
詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐

課程名稱：新品管七大手法
詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐
(3)TUV NORD
課程名稱：ISO 9001:2015 品質系統內部稽核員訓練課程
時間及地點：110年1月4日~5日 台北

110年1月13日~14日 台中

110年2月1日~2日 高雄

110年3月2日~3日 台中

110年4月14日~15日 台北

110年5月3日~4日 高雄
報名方式：線上報名或回傳報名表

課程網頁：www.tuvnord.com.tw/content/training/training_main.aspx?id=19
詳情請洽：(02) 2378-0578分機52 或cheryl@tuv-nord.com  王小姐
課程名稱：QC 080000:2017 內部稽核員
時間及地點：110年1月6日~7日 台北

110年1月27日~28日 台中

110年5月24日~25日 台北
110年5月26日~27日 台中

110年6月29日~30日 高雄
報名方式：線上報名或回傳報名表

課程網頁：www.tuvnord.com.tw/content/training/training_main.aspx?id=31
詳情請洽：(02) 2378-0578分機52 或cheryl@tuv-nord.com  王小姐
(4)TÜV Rheinland
課程名稱：基於ASPICE流程的供應商管理要求
時間及地點：109年12月17日~18日 台北
報名方式：線上報名

課程網頁：event.gc.tuv.com/index.php?r=site%2Fview&id=1997&language=zh-TW
詳情請洽：(02) 2172-1063或NancyYL.Huang@tuv.com
課程名稱：後疫時代自主移動機器人的應用商機
時間及地點： 109年12月10日 台中
報名方式：線上報名

課程網頁：event.gc.tuv.com/index.php?r=site%2Fview&id=2104&language=zh-TW
詳情請洽：(02) 2172-1197或Mira.Chen@tuv.com
(5)TÜV SÜD
課程名稱：客訴處置暨問題探究之8D原則應用技巧
時間及地點：109年12月14日 高雄
報名方式：線上報名

課程網頁： 
www.tuvsud.com/zh-tw/services/training/tw/8d-problem-solving-with-root-cause-analysis
詳情請洽：(04) 2486-3966 、Wenli.lin@tuv-sud.tw  林小姐
課程名稱：QC七大手法
時間及地點：109年12月14日 台中
報名方式：線上報名

課程網頁： www.tuvsud.com/zh-tw/services/training/tw/qc-seven-methods-training
詳情請洽：(04) 2486-3966 、Wenli.lin@tuv-sud.tw林小姐
(6)工業技術研究院
課程名稱：新版ISO/IEC 17025：2017新增要求簡介
時間及地點：110年1月22日 新竹
報名方式：Email或傳真
課程網頁：cmsschool.itri.org.tw/lesson/content.aspx?nid=46608D88ECE2E5DE
詳情請洽：(03)5743-706 陳小姐
課程名稱：如何依照ISO 17025：2017要求執行內部校正
時間及地點：110年2月18日 新竹
報名方式：線上報名
課程網頁：cmsschool.itri.org.tw/lesson/content.aspx?nid=A4651B6A273673EF
詳情請洽：(03)5743- 810 李小姐
※實際課程、會議與研討會資訊請以各主辦機構公佈為準※
8. 國內IECQ驗證機構(CBs)：
目前登錄在IECQ可在我國CTECCB(中華民國電子零件認證委員會)執行IECQ驗證稽核之驗證機構(CB)及其認可稽核項目如下：
AFNOR:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
ARES:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
BSI: IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)、航太電子認可(ECMP)、反仿冒認可(CAP)
DEKRA:獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
DNV(GL:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太電子認可(ECMP) 、反仿冒認可(CAP)
DQS:IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)及產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
LCIE BV: IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、產品認可(QA、CA)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太電子認可(ECMP)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)
LR Taiwan:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
SGS:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、靜電放電認可(ESD)
TUV NORD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV Rheinland:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV SÜD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
首頁照片來源：網路-公眾領域授權
※如有需要參閱本期之前的NEWS可至本會網站查閱※
中華民國電子零件認證委員會(CTECCB)

Tel:(02)23911627  Fax:(02)23419447

e-mail: cteccb@ms18.hinet.net
Web:http://www.cteccb.org.tw/[image: image1.png]
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